
Zuverlässigkeit und Entwurf 
 
Heutige integrierte Systeme können hunderte 
Millionen von Transistoren enthalten, bestehen 
aus digitalen und analogen Komponenten unter-
schiedlicher Technologien und eröffnen völlig 
neue Anwendungsfelder. Eingebettete Systeme, 
Ein-Chip-Systeme, Multiprozessoren und Netz-
werke auf einem Chip gehen über die Steuerung 
von Geräten und Anlagen, Fahrzeugen und 
Verkehrssystemen weit hinaus und stellen häufig 
besonders hohe Anforderungen an die 
Zuverlässigkeit. Dem steht gegenüber, dass bei 
weiter sinkenden Strukturgrößen in der Mikro-
elektronik die gefertigten elementaren Kompo-
nenten wie Transistoren und Leitungen über 
einen sehr großen Parameterbereich variieren 
werden. Mit Systemarchitekturen, die davon ab-
hängen, dass sämtliche Komponenten fehlerfrei 
funktionieren, werden sich künftig keine wirt-
schaftlichen Ausbeuten erzielen lassen. 
 
Es besteht dringender Bedarf an innovativen 
Verfahren, um die Ausbeute und die Zuver-
lässigkeit von mikro- und nanoelektronischen 
Systemen durch Fehlertoleranz und integrierte 
Reparaturmechanismen zu gewährleisten und 
ihre Qualität durch entsprechende Entwurfs-, 
Verifikations- und Testverfahren sicher zu 
stellen. Diese Verfahren müssen sowohl Ferti-
gungsfehler und Parameterschwankungen als 
auch Störungen während des Betriebs kompen-
sieren können. 
 
In Zusammenarbeit mit der Kooperationsgemein-
schaft Rechnergestützter Schaltungs- und Sys-
tementwurf (RSS) laden wir Sie herzlich dazu 
ein, Beiträge zum Themengebiet Zuverlässigkeit 
und Entwurf einzureichen. 
 

Themenbereiche 
 
Entwurfsmethodik 

o Robuster Entwurf 
o Synthesis for Reliability and Yield 
 

Eingebettete Systeme 
o Systemzuverlässigkeit beim 

Hardware/Software Co-Entwurf 
o Verfügbarkeit 
 

Mikroelektronik in der Automobiltechnik 
o Ausfallanalysen und neue Fehlermodelle 
o Konzeption von Architekturen unter 

Zuverlässigkeitsaspekten 
 

Analoge Schaltungen 
o RF 
o Störsicherheit 
 

Verifikation digitaler Systeme 
o Korrektheit 
o Nachweis von Fehlertoleranz und 

Zuverlässigkeitseigenschaften 
 

Beschreibungssprachen und Modellierung 
o Modellierung von Fehlertoleranz und 

Zuverlässigkeit 
 

Testmethoden und Diagnose 
o Defekt- und Fehleranalyse 
o Test, Diagnose und Fehlertoleranz 
 

Layoutentwurf 
o Design for Manufacturability and Yield 
o Constraint-geführter Entwurf 

 
 
 
 

Einreichung von Beiträgen 
 
Es sind Teilbeiträge von ca. 20 Minuten Dauer 
mit anschließender Diskussion sowie Poster 
vorgesehen. Die angenommenen Beiträge wer-
den in einem zitierfähigen Tagungsband mit CD-
ROM zusammengefasst. 
 
Die Fachtagung ist auf Deutsch, es sind jedoch 
Beiträge und Vorträge auf Englisch willkommen. 
Beiträge von bis zu 8 Seiten, sind elektronisch 
als pdf Dateien einzureichen unter: 

  
www.ZuE2008.de 

 
Bei Beiträgen in Deutsch muss zusätzlich ein 
Abstrakt in englischer Sprache enthalten sein. 

Es wird ein Best Paper Award vergeben. 

 

Termine 
 
28. März 2008 
Einreichung der Beiträge 

30. Mai 2008 
Benachrichtigung der Autoren 
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